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(64) Substrate for mounting electrical components 

(57) The invention relates to strudures for mounting 
electricai components. 

A substrate supports a central unit (16) and a driving 
circuit of visualization device (17). A firstconnecting wire (48) 
going from the central unit (1 6) toward the driving circuit (17), 
and a second connecting wire (49) going from the driving 
circuit (17) toward the central unit (16)> are formed on the 
substrate. Central unit (15) and driving circuit (17) are con- 
nected to the first and second connecting wires (48, 49) by 
means of an element (47) ensuring a hermetic coating. The 
end of the first connecting wire (48) is connected to that of 
second connecting wire (49) by a bracing miateflal (44). 
Appiicatron to integrated circuits boards. 
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The present invention relates to a substmte for mounting 
electrical components such as high level integration circuits (or LSI 
circuits), and is used for example as integrated circuits boards. 

In general, each integrated circuits board comprises a sub- 
strate on which a certain number of high level integration circuits, or 
LSI circuits (electrical components) are mounted. 

When LSI circuits are used before being connected to each 
other, they are subjected to quality control before incorporating 
them in an Integrated circuits board 

Following two methods are used for the quality control: 

As it is shown in figure 10, in a first method, LSI circuits 101 
are controlled in a state Wherein they am mounted on respective 
substrates 1 02, and the substrates are then connected together. 

In a second method, LSI circuits are mounted on a substrate 
(not shown here), and they are then controlled in a state wherein 
they are cphnected together. 

However, the first method is disadvantageous fmrh the fact 
that substrates 1G2 must be aligned with high precision insofar as 
they are connected after the quality control accomplishment of LSI 
circuits, and also from the fact that the structure comprising two 
connected substrates may easiJy be broken when it is curved or 
exposed to a sudden temperature change. 

On the other hand, when LSI circuits are controlled under the 
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condition wherein they are connected together, the following jprobierns 
appear: 

Even if a defect is detected, it is impossible to determine the LSI 
circuit which is defective. 

In addition, when LSI circuits are connected, one of the LSI 

circuits drives the other. To make a control In this state, It Is necessary 
to have a signal line for designating a test mode, this fact means that it 
is necessary to provide an additional wire which is not used after the 
accomplSshment of a chip produetionv 

Moreover, programs are necessary for controlling one of the LSI 
circuits by means of the other, and to have at the output a control re- 
sults Furthermore, due to tt^e fact that one of the LSI circuits controls 
the other, the time necessary for making a control ts. unavoidably long. 

The invention purpose is to supply a substrate for mounting the 

electrical component which may be done without a precise afignment, 
and which allows one to independently controi each of the electrical 
components mounted on the substrate. 

To attain this goal, the inventiph provides a substrate designed 
to support the first and second electrical components, with an Interval 

betvveen them; a first conducong rr^ateria^ formed on the subs^^^<^te, 
which exter>ds from the first electrical component to the second electri- 
cal component; a second conductir>g material, formed on the substrate, 
which extends from the second electrical component to the first electri- 
cal component, and which has an end which Is slightly separated 
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from the first conduGting material; first connecting means which 
connect the first eiectricai cofTiponent to the first conducting material 
and which connect the second eiectricai component to the second 
conducting material; and second connecting means which connect 
together the ends of the first and second conducting materials. 

According to another aspect, the invention supply a substrate 
for automaticaMy mounting components on tape, or TAB {Tape 
Automatic Bonding) substrate, supporting the first arid second elec- 
trical components, with an interval between thern> the first and sec- 
ond electrical components comprising electrodes; a first circuit 
formed with conducting materiat and printed on the TAB substrate, a 
first circuit extending from the first electrica! component toward the 
second electrical component; a second circuit formed with conduot- 
ing material and printed on TAB substrate* the second printed circuit 
extending from the second electncal component toward the first 
electrical component, and having one ends slightly separated from 
the first circuit; first conhectirug rnear>s which cohneet the first electri- 
cal componeht to the first circuit; and secohd connecting mteans 
which connect together the ends of first and second printed circuits. 

Other characteristics and advantages of the invention wlW be 
better understood at the reading of description of the preferred 
embodimentSv which wll! follow, provided as npn-timitlng examples. 
The description continuation is referred to annexed drawings 

wherein ; 

Figure 1 Is a plane vi0w showing the central unit (UC) and a 
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driving circuit of the electrGluminescent diodes (or DEL) mounted on a 
substrate printed in conforrnance with the invention ernbodiment. 

Figure 2 is a plane view showing an integrated circuits board 
wherein the printed substrate is ihcorporated; 

Figure 3 is an exploded view showing the internal structure of the 
integrated circuits board; 

Figure 4 is a plane view showing the internal structure of an inte- 
grated circuits board observed from the side of its front surface; 

Figure 5 is cross-sectional view showing a central unit and a driving 
circuit of electroluminescent diodes, which are mutually connected and 
mounted on the printed substrate; 

Figure 6 is a plane view shoNA^ing the connection between the central 
unit and the driving circuit of electrolumihescent diodes vyhich are shown in 
figure 5; 

Figure 7 is an enlarged plane view showing a junction of the wires; 
Figure 8 is an enlarged plane view showing a first junction of the 

wires; 

Ftgure 9 is ari enlarged plane view showing a second junction of the 

wires; 

Figure I D is a crosiS;--sect{onai view showing a device with t^iassicai 
printed circuits board. 

Now. let explain in detail the integrated circuits board of the invention 
with reference made to figures 1 - 9 which show ah ernbodiment of the 
invention. 
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Figure 2 shows the integrated circuits board. This integrated 
circuits board is made as it Ss shown in figure 3. More precisely, in 
figure 2, reference 1 designates a front plate which comprises a 
magnetic track 2, a visualization window 3, a keyboard 4 and open- 
ings 5, through which protrude contacts 21. 

A personal or professional information is recorded in track 2, 
Visualization window 3 displays for example a sale- a time Ijrnit or 
past professional ciBtiaL, when keyboard 4 is activated. 

As it is shown in figure 3, a spacer 6 is piaced under front 
plate 1, and it comprises an opening 7 aligned with the visualization 
window 3, as well as a set of openings B wherein the keys of key- 
board 4 are adapted, and an opening 9 which is aligned with open- 
ing 5 of front plate 1 - 

Membrane switches 10 are placed under spacer 6, and they 
may be opened and closed by keyboard 4, 

A flexible printed circuit substrate 1 1 is placed under switcfies 
10, and it Is connected to a principal printed substrate (TAB sub- 
strate) 12, as well as a battery 13. Membrane switches 10 and a 

liquid crystal visualization device 23 are connected to principal 
printed substrate 12, Visualization device 23 is aligned with the 
y isuaiization window 3 of the front plate 1 , 

A plastic barrier 14 Is placed under the printed circuit sub- 
strate, and it forms a peripheral part external to the integrated cir- 
cuits board. 

A rear plate 16 is placed under the piastic barrier 14. 
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As it is shown in figure d (figure 4 shows TAB substrate 12 
viewed from the side of the rear plate), a central unit 1 6 which con- 
stitutes the first efectrical compoheht of an integrated circuits board 
having various clock, processing, etC; functions and a driving circuit 
17 of the liquid crystal visualization device 23» making up the sec- 
ond electrical component, are mounted on substrate 12, by an 
automated connection for components placed on tape (which is 
called hereafter "TAB connection"). 

Printed circuit substrate 1 1 comprises in addition a network of 
capacitors 18, a quartz oscjlJator (electronic component 19), a plate 
type capacitor 20, contacts 2i and an antistatic element 22- 

Contacts 21 protrude from the front plate 1 , through opening 
9 of spacer 6 and opehings S of plate 1 . Contacts 21 are connected 
to external terminals of an external device (not shown here), when 
the integrated circuits board is inserted into the latter. 

Principal printed substrate 1 2 consists pf a layer support 41 < 
showing in the form of a flexible board or a rigid board, and it carries 
a printed circuit 32 consisting of a layer of conducting copper printed 
on the support, as it is sho>A/h in figure 5. Central unit 16 and driving 
circuit of the liquid crystal visuanzation device 17 are connected to 
circuit 32 which is formed with engraving and Sn or Au deposit, and 
this connection is made with a connection technique of internal 
conductors (or ILB for "Ir-^ner Lead Bonding"), 

As !t is shown in figures 5 and 6, a copper layer is deposited 
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on the support of layers 41 , and it is then engraved, to form the only 
element of the fif^t and second connecting wires 48 and 49 and 
conductors 33. Each pair of the first and second connecting wires 
48 and 49, which are mutually aligned, have their ends slightly 
separated from Bach other. Central unit 12 and the driving circuit of 
the liquid crystal visualization device 17 are connected with ILB 
connection on the layer support 41 having the structure described 
above. So, electrodes (protuberahces) 25 and 26 of central unit 16 
and driving circuit of liquid crystal visualteation device 17 are spi- 
dered with thermocompression at a temperature of 500*'C, to con- 
duciors 33, and they are coated with a coating element 47 ensuring 
the sealing. Afterward > central unit 16 and driving circuit of liquid 
crystal visualization device 17 are individualiy controlled. If it is 
determined that they operate correctly, the ends of each pair of first 
and second connecting wires 48 and 49 are connected together, 
with the help of brazing materia! 44 (second connecting means). 
Support of layers 41 Is then cut according to cuffing line 42, to form 
substrate 12. 

As it was described above, due to the fact that central unit 16 
ar>d driving circuit of liquid crystal visualization deyice 17 are sub- 
jected to quality controK before wires 48 and 49 are connected 
together, these componeriits may individually be controlled, and 

therefore In an usual manner, this fact considerably facilitates the 
controi. fs^oreover, due to the fact that a set of central units 16 and 
driving circuits of {iquid crystal visuaiization device 17 are supported 
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by the sole printed substrate 12» the resulting structure has a suffi- 
cient mechanical resistance for not to be broken, even when it is 
curved or subjected to a sudden temperature change. 

Although ends of wires 48 and 49 are fixed with brazing mate- 
rial 44 in this embodiment, they may be fixed with a conducting 
adhesive, a conducting layer, a connecting wire ora connecting 
substrete. 

In additian, the invention is not limited to this embodiment, 
and central unit 16 and the drlvrng circuit of liquid crystal visuali^ia'- 
tion device 17 may comprise wires 51 and 52 having the fork shape, 
Gohnected one to the other as it is shown in figure 8, This structure 
facilitates and reinforces the connectloh of the ends of wires 61 and 
52. 

Moreover, as it is shown in figure 9, a slot 63 constituting a 
means designed to prevent the fprmation of a connectipn, rnay be 
formed between the pairs adjacent to the ends of conducting wires 
61 and 62 of central unit 16 and the driving circuit of liquid crystal 

visualization device 17. This siot stops the flow of brazing material 
64 which fixes wires 61 and 62, this fact prevents the pair of wires 
from being electrically connected to another pair of wires. The slot is 
a through hole that is formed by cutting the substrate. 

it goes wiihout saying that numerous modifications may be 
brought to the described and shown device and method, without 
exiting from the invention. 
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CLAIMS 

1 . Substrate for mounting electrical components, characterized by 
the fact that it comprises: a substrate (12) designed to support fir>st and 
second electriGal components (16, 17), with an intervai between Ihern; a 
first conducting material (48), formed on the substrate (12), and extending 
from the first etectrical components (16) toward the second eleGtricai com- 
ponent (17); a second conducting material (49), formed on the substrate 
(12), extending from the second electrical cornponent (17) toward the first 
eiectncal cpmponent {16), and having an end which is slightiy separated 
from the first conducting material (46); first connecting means (47) which 
connect the first electrical component (16) to the first conducting materfal 
(48), and which connect the second eieethcal component (1 7) to the sec- 
ond conducting material (49); and second connecting means (44) which 
connect together the ends of first and second conducting materials (48, 
49). 

2. Substrate for mounting eiectricai components according to claim 

1 , characteri:2ed by the fact that each of the first and second conducting 
materials (48, 49) comprises a set of wires. 

3. Substrate for mounting electrical components according to claim 

2, charactenzed by the fact that It camprises m addition means for prevent- 
ing a connection (63), which prevent the mutual connection of adjacent 
wires of the first conducting material in the form of wires (61), and which 
also prevent the mutual connection of adjacent wires of the second con- 
ducting material in the form of wires (62). 

4. Substrate for mounting electrical components according to claim 
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3, charactenzed by the fact that means for preventing a connection com- 
prise slot (63) which is placed between wires of each pair of adjacent wires 
of first and second conducting materials In the form of wires (61 , 62), 

5. Substrate for mounting efectrjca! components according to claim 
1, charactertzed by the fact that respective ends of first and second con- 
ducting materiais (48, 49) comprise cohfigurations In the fbrm of a fork 
which are designed to Interpenetrate. 

6. Substrate for mountirig electrical components according to claim 
4> characterized by the fact that the slot comprises a through hole (63) 
whiGh is formed in the substrate (12). 

7. Substrate tor mounting electrical components , characterized by 
the fact that it comprises; a substrate for the autofTtated eonnection of 
compohehts placed on tape, or TAB substrate (12), which supports the first 
and second eleGtrlcal components (16, 1 7), with an interval between them, 
first and second eiectrical components (16, 17) having electrodes (25, 26); 
a first circuit (48) constituted with a connecting material and printed on the 
TAB substrate (12), this first circuit (48) extending frorh the first eiectronic 
component (16) toward the second eleGtroniG component (17); a second 
circuit (49) constituted with a connecting material and printed on the TAB 
substrate (12), this second circuit (49) extending from the second electrical 
component (17) toward the first electrical component (16), and having and 
end which Is siightly separated from the first circuit (48); first connecting 
means (47) which connect first electrical component (16) to first circuit (48), 
and which connect the second electrical component (17) to second circuit 
(49); and second connecting means (44) which mutuany connect the ends 
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of first and second printed circuits (48, 49). 

8. Substrate for mounting electncai components according to 
claim 7, characterized by the fact that each of the first and second 
circuits (48, 49) comprises a set of printed wires. 

9. Substrate for mounting elactrica! cornponents according to 
claim 8, characterized by the fact that it compnses in addition 
means for preventing a connection (63) which prevent adjacent 
wires of the first circuit (46) from being connected to each other, and 
which aiso prevent adjacent wires of the second circuit (49) from 
being connected to each other. 

10. Substrate tor mounting electncai components according 
to claim 7, characterized by the fact that first and second circuits 
(48, 49) respectivety comprise ends having fork shape cohfiguratJon 
and which are designed to be interpenetrated, 

11. Substrate for mounting eiectrical components according 
to claim 9, charaGterlzed by the fact that means for preventing an 
electrical connectipn comprise a slot (63) which is formed between 
wires of each pair of adjacent wires of first and second printed cir- 
cuits (48, 49). 

1^;. Substrate for mounting eiectrioai components according 
to claim 10, charactehzed by the fact that the slot comprises a 
tiirough hole (63) which is formed in the substrate (12). 



2.662.896 





F I G. 3 



2.662.896 




F I G. 4 




F I G. 5 



4/4 



'> ^562.896 




F I G. 7 




2.662.896 




im m m 




m ' m «>2 m 



F 1 a m 



g|) REPUBLIQUE FRANgAISE 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPraiTIE INDUSTRfELLE 



PARIS 



^ de publication : 

fi'utjfiser que pour Jes 
commandos de repnoduetion) 



2 062 896 
91 06599 



Int Ci* : H 05 K 1/18, 3/30; G 06 K 19/067 



DEMANDE DE BREVET D1NVENTI0N 



At 



0At» 49 depdt : 31.05.91. 
Pr!oitts§: 01.08.90 JP 143^690. 



U3) Date d$ ia mise a disposition du public d$ la 
^ ddmaunde : 06.12.91 Bulletin 91/49. 

(gg) Listd d^s documents clt^sdans le rapport da 
rechftf ohe : Le mpport de rech&roh^ n 'a pas 
etabll a fe date d0 publication de ia demands. 

Rdferonces a d^autre$ documents nationaux 
■ apparant^s : 



(n) Demand0ur(s) : $ocl§f4 dlte: KABOSHIKI KAISHA 
^ TOSHIBA -JP. 



Ihv6iit9uif(s} ; Wada Kazunobu, 



(23) Titulalre(s) : 



^) Mandatalre > Cabinet Bern de Lomenie. 



(g4) Substrat d« moniaga da composanis ^iecSriquas. 

tl'lnvention conceme las stmctures de montage de 
posants electriques. 
Un Siibstrat supporte une mM centrala (16) et un drcuit 
d'attaque de dispositif da viisuaitsatidn (17). Un premier f)f 
de connexjon (48) allant de Tunit^ centrale (16) vers le clr«^ 
cult d'attaque (17), at un second fil de connexion (49) allant 
du circuit d'attaque (17) vers YmM centrale (16), sont for- 
mes suf le substrat L'unite eentrale (15) et circuit d'atta- 
que (17) sont connect^s aux premiar et second fils de 
connexion {48, 49) au moyen d'un element (47) assurant 
un enrobage herm^tique. La partie d^extr^mit^ du premier 
fUm connexion asi coin^ject^e a cefie du ii[ de 
connexion (49) par une mati^re de brasage (44), 
Application am cartes ^ circuits int^gr^s. 
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La presente invention concerne un subs t rat 
pour le montage de composants electriques sur lequel 
sont montes des composants electriques tels que des 
circuits h haut niveau d* integration {on I»SX)^ et qui 
est utilise par exempie pour des cartes a circuits 
intfegr^s, 

De fagon g^n^rale, chaque carte h circuits 
int^gr^s comporte un substrat snr lequel sent months 
un eertain nombre de circuits integres a haut niveau 
dMntegration, ou circuits LSI {composants Electri- 
ques ) X 

Lorsqu'on utilise des circuits LSI devant 
§tre connect es las uns aux autres^ on lea soumet a un 
controle de qualite avant de les incorporer dans une 
carte a circuits int^grr<§s. 

On utilise les deux procMes suivants pour 
le contrSle de quality : 

Cotnme le montre; la figure 10, dans im pre- 
mier precede, on contrSle des circuits LSI 101 dans un 
etat dans lequel lis sont montes sur des substrats 
respectifs 1G2, et lis sont ensuite conneetes ensemble 
en connectant ensemble les substrats 102* 

Dans un second procMe^ des circuits LSI 
sont montes sur un substrat (non repr^sente), et ils 
sont ensuite contr6i6s dans un etat dans lequel ils 
sont conneetes ensemble* 

Cependant, le premier procM6 est d^savantageuK du 
fait que les substrats 102 doivent §tre aiignSs ayec 
une grande precision dans la mesure o^ ils sont con- 
neetes apr^s 1 'accomplissement du contrSle de quality 
des circuits LSI^ et egalement du fait que la struc- 
ture Gomportant deux substrats conneetes peut facile- 
ment se rompre iorsqu'elle est courbee ou lorsqu^elle 
est exposee a un changement de temperature abrupt* 
D* autre part, lorsqu^on controle les cir- 
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cuits LSI dans la condition dans lacjuelle ils sont 
connect es ensemble, ies pxrobldmes suivants apparais- 
sent : 

M§me si un di§faut est detects, £1 est iiapos- 
5 sible de d^terntiner celui des circuits LSI qui est 
dSfectueux* 

En otitre, lorsque des circuits LSI sont con- 
nect 6s, l*un des circuits LSI attaque 1- autre* Four 
effectuer un ccntrdle dans cet etat^ il est nScessaire 

10 de disposer d*une ligne de signal pour designer un 

mode de test^ ce qui signifie qu*il est n^cessaire de 
prevoir un fil supplementaire qui n^est pas utilise 
apres l^achevement de la fabrication d*une puce- 

De plus, des programmes sent necessaires 

15 pour eontrSler I'un des circuits LSI au moyen de I'aU"^ 
tre, et pour presenter en sortie un ri&suitat de con- 
trSle* De plus» du fait que l*un des circuits LSI con-- 
trSle 1 'autre, le temps n^cessaire pour effectuer le 
cbntr61e est in^fevitablement long. 

20 Le but de 1' invention est de procurer un 

substrat pr^vu pour le montage de composants electri- 
ques qui puisse itre realist sans un alignement pr^-- 
cis, et qui perntette de controler independamment cha^ ■ 
cun dea coraposants eleetriques qui sont months sur le 

25 substrata 

Four atteindre ce but, 1" invention procure 
un substrat destine a supporter des premier et: second 
composants electriques, avec un intervalle interpose 
entre eux? un premier mat^riau conducteur, formS sur 

30 le substrat, qui s'^tend du premier composant ^lectri- 
que vers le second composant eiectrique; un second 
mat^riau conducteur, f ormt^ sur le substrat, qui 
s'etend du second composant §lectrique vers le premier 
composant eleetriquey et qui comporte une partie 

35 d*extr#mite qui est legerement s^par^e du premier 
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materiau conduct ear? des premiers moyens connexion 
qui cpnnectent le pjremier Gomposant ^iectrique au 
premier materiau conducteur et qui connectent le 
second composant ^lectrique au second mat6riau conduc- 
5 tetirj et des seconds moyens d^ connexion qui connec- 
tent ensemble des parties d'extrdmite des premier et 
second materiaux eonducteurs* 

Selon nn autre aspect. 1' invention procure 
un substrat prevu pour le montage automat ique de com- 

10 posants presentes en bande, ou substrat TAB pour "Tape 
Automated Bonding , support ant des premier et second 
composants eiectriques, avec un intervalle intercale 
entre eux, les premier et second composants electri- 
ques camportant des Electrodes? un premier circuit 

15 formi par un materiau conducteur et imprltne sur le 

substrat TAB, le premier circuit s'^etendant du pretnier 
composant 4lectrique vers le second composant i^lectri- 
que? un second circuit forme par un materiau conduc- 
teur et irnprim6 $ur le substrat TAB, le second circuit 

20 imprime s'etendant du second composant electrique vers 
le premier composant electrique, et ayant une par tie 
d'extremite legdrement espacee par rapport au premier 
circuit; des premiers moyens de connexion qui connec- 
tent le premier composant Electrique au premier cir- 

25 cuit, et qui connectent le second composant Electrique 
au second circuit; et des seconds moyens de connexion 
qui connectent ensemble les parties d*extr&nitS des 
premier et second circuits imprimis. 

D^autres caracteristiques et avantages de 

3Q 1' invention seront mieux compris a la lecture de la 

description qui va suivre de modes de realisation pre- 
fer es, donnes a titre d'exemples non Iimitatlfs» La 
suite de la description se refdre aux dessins annexes 
dans lesguels : 

35 La figure i est xine vue en plan montrant une 
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mitfe centrale (UC) et tin circuit d'attaque de diodes 
felectroluminescentes (ou DEL) months sur un substrat 
impriiaS coaforme au mode de realisation de 1^ inverition; 

1,0 figure 2 est une vue en plan montrant une 
5 carte $ circuits int^gr^s daiis laguelXe le substrat 
imprimfe est incorpor§7 

La figure 3 est une representation eclatSe 
montrant la structure interne de la carte a circuits 
integres? 

10 La figoire 4 est une vue en plan montrant la 

structure Interne d* une earte a circuits integres, 
observee par le c3t^ de sa face avantr 

La figure 5 est uiie coupe montrant une unite 
centrale et un circuit d*attaque de diodes Slectroiu-^ 
IS minescentes qui sont mutueliement connect fee et sent 
months sur le substrat imprimdj 

La figure 6 est une vue en plan montrant la 
connexion entre IVunit^ centrale et le circuit d*atta-^ 
que de diodes electroluminescentee qui sont represent 
20 tes sur la figure 5? 

La figure 7 est une vue en plan agrandie 
montrant une jonction de flls; 

La figure 8 est une vue en plan agrandie 
montrant une premiere jonction de f lis? 
25 La figure 9 est une vue en plan agrandie 

montrant une seconde jondtion de fiisj? et 

La figure 10 est une coupe montrant un die- 
ppsitif h cartes de cirGuit imprim^ de type classique- 
On va maintexxant expliquer en detail la car-- 
30 te h circuits intiigres de 1* invention^ en se referant 
aux figures 1-9 qui montrent un mode de realisation de 
celle-ci* 

La figure 2 montre la carte h circuits inte- 
gres* Cette carte h circuits integres est r&alisfee 
35 cqnffue le montre la figure 3. Plus pr6cis&nent, sur la 
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figure 2, la reference 1 designe me piaquette avant 
qui comporte une piste magnetique 2, une fenetre de 
visualisation 3, un clavier 4 et des ouvertures 5, S 
travers lesguelle^ font saillle des contacts 21 qu'on 
5 envisag^ra cl'-aprfes* 

One inforrnation personnelle ou profession- 
nelle est enregistree dans la piste 2* La fenStre de 
visualisation 3 affiche par exemple un salde^ tine 
limite de temps ou des donnees profassionnelles pas- 

10 s6es, lorsqu*on aGtionne ie clavier 4v 

CoJTu-ne Ie moatre la figure 3, une entretoise 
6 est piacee sous la piaquette avant 1, et elle com^- 
porte une ouverture 7 alignSe avec la fengtre de 
visualisation 3, ainsi gu'un ensemble d'ouvertures 8 

15 dans lesquelles s'adaptent des touches du clavier 4, 
et une ouverture 9 qui est align^e avec 1' ouverture 5 
de la piaquette avant !• 

des interrupteurs h membrane 10 sont places 
sous 1* entretoise 6, et lis peuvent etre ouverts et 

20 fermes par le clavier 4» 

Un substrat de circuit iinprime flexible 11 
est place sous les interrupteurs IG, et il est connec-- 
te h un substrat imprime principal (substrat de type 
TAB) 12, ainsl qu'A une pile 13. Les interrupteurs h 

25 membrane 10 et un dispositif de visualisation ^ oris- 
taux liquides 23 sont connectfes au substrat imprimS 
principal 12. Le dispositif de visualisation 23 est 
aligne avec la fenStre de visualisation 3 de la pia- 
quette avant !• 

30 One barriere en plastique 14 est plac4e sous 

le substrat de circuit imprime^ et eile foraie une par- 
tie peripberigue exterieure de la carte a circuits 
integres * 

line piaquette arri&re 15 est placee sous la 
35 barriere en plastique 14. 
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Comme on le voit sur la figure 4 {la figure 
4 montre le substirat TAB 12 vu par le cdt^§ de la pla- 
quette arrie^re), une iinit^ centrale 16 qui constitue 
le pretnier composant iiiectronique d*une carte a cir- 
S cuits int^grds ayant diverses fonctions d'horloge, de 
tra it ement , etc *^ et xm circuit d'^attaque 17 du dis- 
pGsitif de visualisation a cristaux iiguides 23^ cons- 
tituant le second composant ^lectronique, sont montes 
sur le sufastrat 12^ par una connex;iGn automatisee pour 

10 compos ants present es ea bande (quVon appelle ci-apres 
c on n ex ion TAB ) • 

Le substrat de circuit imprime 11 comporte 
en outre un r6seau de corideiisateurs 18^ un psciliateur 
a guartg (composant CLectronigtue 19, un condensateur de 

15 type plaguette, 20, des contacts 21 at un element 
antistattque 22* 

Les contacts 21 font saillie h partir de la 
plaguette avant 1, a travers l*ouverture 9 de I'entre- 
toise 6 et les ouvertures 5 de la plaquette !• Les 

20 contacts 21 sent connectes a des bornes iaternes d'un 
dispositif ext^rieur (non represente), lorsque la car- 
te a circuits int4gr6s est ins4r6e dans ce dernier. 

lie ^ubstrat imprim^ principal 12 consiste en 
un support de couches 41 ^ se presentant sous la forme 

25 d'une carte flexible ou d'uhe carte rigide^, et il per- 
te un circuit imprimfe 32 consistant en une couche de 
cuivre condtxctrice imprimfee sur le support, comme le 
montre la figure 5* L* unite centrale 16 et le circuit 
d'attaque de dispositif de visualisation a cristaux 

30 Iiguides 17 sont connectes au circuit 32 par 1* inter- 
mediaire de conducteurs 33 qui sont formes par gravure 
et depot de Sn ou Au, et cette connexion est reaiisee 
par une technique de connexion de conducteurs intfe-- 
rieurs (ou ILB pour ^ Inner Lead Bonding"). 

35 CcHnme le montrent les figures 5 et 6^ une 
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couclie cuivre est deposee sur le support de couches 
41, et elle est ensuita grav4e, pour former ainsi d'un 
seul tenant des premier et second fils de connexion 48 
et 49 et des Gonduoteurs 33« Chague paite des preidxer 
et second fils de connexion 48 et 49, cfui sont mutuel- 
lement alignes^ ont leurs parties d*extremite ISgi&re- 
ment separ$es Inline de 1* autre- L* unite eentrale 12 et 
le eircxiit dVattaque de dispositif de visualisation ^ 
cristaux liQuide 17 sent conneGt^s par la eonnojcion 
XLB sur le support de couclies 41 ayant la structure 
decrite ci-dessus* Ainsi ^ des eleetrodes ( protuberan-^ 
ces) 25 et 26 de l^unite eentrale 16 et du circuit 
d'attague de dispositif de visualisation a cristaux 
liquides 17 sont soud^es par theannQcompression h une 
temperature de 500*C, aux conducteurs 33 et elles 
sont ensuite enrob^es par un ^ISmeat d'enrobage 47 
assuraht 1* hermit icit6> Ensuite, i 'unite eentrale 16 
et le circuit d*attaque de dispositif de visualisation 
a cristaux liguides 17 sont con t roles indiyiduellement. 
Si on determine qu'^ils fonctionnent correctement , on 
fixe l*une ^ 1' autre les parties d*extremite de ciiaque 
paire des premier et second fils de connexion 48 et 
49, a l*aide d*une matii^aire de brasage 44 {seconds 
moyens de connexion)* Le support de couches 41 est 
ensuite coupe seion la ligne de coupure 42, pour for- 
mer ainsi le substrat 12 ♦ 

Coffime d^crit ci-dessus, du fait gtie 1* unite 
eentrale 16 et le circuit d'^attaque de dispositif de 
visualisation ^ cristaux liquides 17 sont soumls k m 
contrSle de qualite, avant que les fils 48 et 49 ne 
Solent connectes ensemble, ces composants peuvent etre 
CGntr61§s individuellement , et done d*une maniere 
habituelle, ce qui facilite considerablement le con-- 
troie* En outre, du fait gu^un ensemble des unites 
centrales 16 et des circuits d'attague de dispositif 



8 



2662896 



de visualisation a eristaiix liquides 17 Bont support^ls 
par un seal substrafc imprim§ 12, la structure resui- 
tante a une resistance m^canique suf fisante pour ne 
pas §tre fotnpue, mgme lorsgu*eiie est courb&e ou sou-- 
5 mise a un changement de temperature abrupt* 

Bieti que les parties d* extremity des fiis 48 
et 49 soient fixees par la matiere de brasage 44 dao^ 
ce mode de realisation, elles peuvent etre fixees par 
un adhesif conducteurf une couohe conduct rice, un fil 

10 de conjiexion ou ua substrat de connecteur* 

En outre, 1* invention n*est pas limitee a ce 
mode de realisation, et 1* unite centrale 16 et ie 
circuit d'attaque de dispositif de visualisation a 
cristaux liguides 17 peuvent coniporter des fils 51 et 

15 52 ay ant la forme de £ourches> conrieGtes I'un ^ 

1* autre cornme le montre la figure 8. Cette structure 
facilite et renforce la connexion des parties d'extrS- 
mlt'k des fils 51 et 52 ♦ 

En outre y comme ie montre la figure 9, une 

20 fente 63 coxistituant un moyen destine ^ etap^cher la 

formation d'une connexion, peut §tre formM entre des 
paires adjacentes des parties d'extremite des fils 
conducteurs 6i et 62 de l'uRiti& centrale 16 et du cir- 
cuit d'attague de dispositif de visualisation a cris- 

25 taux iiguides 17* Cette fente arrSte i*ecoulement de 
la matifere de brasage 64 qui fixe les fils 61 et 62, 
ce qui empSche qu*une paire de fils ne soit connectiie 
Slectriquement a une autre paire de fils« La fente est 
un trou traversant giie 1-pn forme en d^cpupant le 

30 substrat. 

II va de soi que de nombreuses modifications 
peuvent ^tre apportees au dispositif et au procede 
decrits et representes, sans sortir du cadre de IVin- 
vent ion . 
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REVBNDI CATIQNS 
!• Substrat de montage de composants elec- 
triques, caract<iris^ en ce qu^il coinprend 5 un sufas-- 
tr at (12) destine A supporter des premier et sieiCQiid 
5 cornpo^ants eiectriques {16, 17), avec un intervalle 
intercalS eatre euxj un premier materlau conducteur 
(48), fofm§ sur le substrat (125, et s*etendatit du 
premier composant electrique (16) vers le second cotn^ 
posant electrique { 17 ) ; un second materiau conducteur 

10 (49)^ forme sur le substrat (12)^ s^etendant du second 
coxnposant electrique {17) vers le premier composant 
electrigue (16), et ayant une partie d'extrexaite qui 
est legferem^nt s^par^e du premier matSriau conducteur 
(48); des premiers moyeris de connexion (47) qui con- 

15 nectent le premier composant Electrique (16) au pre-^ 
mier materiau conducteur (48), et qui connectent le 
second composant Electrique (17) au second materiau 
conducteur (49)? et des seconds moyens de connexion 
(44) qui connectent ensemble des parties d'extremite 

20 des premier et second materiaux oonduc tears (48 ^ 49)* 
2* Substrat de montage de composants eiec- 
triques selon la revendieation 1, caracterise en ce 
que chacun des premier et second materiaux conducteurs 
(48 > 49} comprend un ensemble de fiis* 

25 3.. Substrat de montage de composants eiec- 

triques selon la revendieation 2, caract^&ris^ en ce 
qu^il compread en outre des moyens empSchant une con-^ 
nexion (63) > qui emp€chent la connexion mutuelle de 
fils adjacents du premier materiau conducteur sous 

30 forme de fils (61)^ et qui empiehent 6galement la 

connexion mutuelle de fils adjacents du second mate- 
riau conducteur sous forme de fils (62) • 

4* Substrat de montage de composants #lec- 
triques^ selon la revendieation 3^ caract6ris4 en ce 

35 que les moyens empSchant une connexion compreaneat une 
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fente (63) qui est disposee entre les fils de chaque 
paire de fils adjacerits des premier et second mate- 
riaux conducteurs sous forme de fils { 61, 62), 

5, Substrat de montage de composants eiec-- 
triques selon la reveiidicatioa 1, caractgirise en ce 
gue les parties d^extrSfnit^ respsctivea des premier et 
second materiaux conducteurs {48, 49) comprennent des 
configurations en forme de foyrche qui soJit destinies 
a s'interpen^trer* 

6* Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendieation 4, caracterise en ce 
que la fente comprend un trou traversant {63} qui est 
form6 dans le substrat (12)* 

7* Substrat de montage de cGmposants elec- 
triquejs, caractSris^ en ce qu*il comprend : un subs- 
trat pour la connexion automatis^e de composants pre- 
sent es en bande, ou substrat TAB {12)^ qui supporte des 
premier et second composants electriques {16, 17}, 
avec un intervalle iatercal^ entre eux, les premier 
et second composants electrigues {16, 17) ayant des 
Electrodes (25^ 26); un premier circuit (48) constitue 
par un materiau conduct eur et imprime sur le substrat 
TAB (12),^ ie premier circuit (48) s'fetendant du pre-- 
mier composant ^lactronigue (16) vers le second compo-' 
sant Slectronique (17); un second circuit (49) consti'- 
tu^ par un materiau conducteur et imprim^ sur le 
substrat TAB (12)^ le second circuit (49) s*4tendant 
du second composant ^lectrlque (17) vers le premier 
composant electrique {16)^ et ayant une partie 
d'extremite qui est legerement separee du premier cirv- 
cult (48); des premiers moyens de conneKion {47} qui 
connectent le premier composant electrique {16} au 
premier circuit (48)^ et qui connectent le second com-' 
posant electrique {17} au second circuit (49)? et des 
seconds moyens de connexion (44) qui connsctent mu- 
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tuellement las parties d'extretnit^ des premier et 
second circuits imprxiaes {48^ 49 ) • 

8* Substrat de montage de qomposants elec* 
triques selon la revendication 7, oaraot6rls6 en ce 
5 que cfeacun des premier et second circuits {48y 49) 
comprend un ensemble de fils imprimds* 

9» Substrat de montage de composants <§lec- 
triques selon la revendication. 8, caract^ris^ en ce 
guMl comprend en outre des moyeris empechant une con- 
XO nexion (63) qui empSchent que des fil3 adjacents du 

premier circuit (48) ue soient connectes l*un a 1* au- 
tre, et qui empechent egalement que des fils adjacents 
du second circuit (49) ne soient conneot^JS l*un h 
V autre* 

X5 IQ. Substrat de montage de compos ants 61ec- 

triques selon la revendication 7, caract^ris4 en ce 
que le& premier et second circuits (48, 49) compren- 
nent respect ivement des parties d*extr&nit§ ayant une 
CGnfiguratipn en fpurche et qui sent destinies h 8*ia-" 

20 terpenetrer • 

11* Substrat de montage de composants ^lec- 
triques selon la ravendication 9^ caracteriae en ce 
que les moyens empichant une connexion electrique com- 
prennent line fente (63) qui est formee entre les fils 

25 de cfeaque paire de fils adjacents des premier et 
second circuits imprimis (48, 49)* 

12. Substrat de montage de compos ants ^lec- 
triques selon la rev^endicatlon 10, caract^ris^ en ce 
que la fente comprend un troii traversant (63) qui est 

30 forme dans le substrat {12}. 
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(54) Substrat de montage de composants 4iectriques« 
fey L'invention concerne les sirucftjres de montage de 

On substrat supporte um unB cena^le (16) un circuit 
d'aijaque de djspositif de vfeiaaifeation (17). Un premier fs! 
de connexion (48) alSarit de Tunlt^ centraie (16) vers !e cir- 
cuit d'aitaque (17). et un second fil de connexion (49) allant 
du circuit d'attaque (17) vers I 'unite centraie (16), sont for- 
mes surle substmt. L'unit^ centraie (16) et \e circuit d'atta- 
que (17) soot connectes aux premier et second ftis de 
connexion {48> 49) au moyen d'un ^i^rrtent (47) assurant 
un enrobage hefm^tique. La partie d'extr^mit^ du premier 
li[ de osnwsAion (4S) e^^ csinriiec^^^ ski &&c^*i>d fll 
connexion (49) par une mati^re de brasage {44)> 

Ap{:ji<>ation aux cartee h circulte Int^rde. 
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La preseiite inveatioiv concerne un sabst:?rat 
pour le montage de composants i^lectrlques &ur lequel 
so3at montes des composants ^Xectriques tels que des 
circuits ^ haut tiiveaiu integration ioxx LSI), et qui 
5 est utilise par exemple pour des cartes a circuits 
integrSs* 

De fa^on g^a^^rale, chagtte carte h circuits 
int^gr^s comporte uii substrat sur lequel sent mont§s 
un certain nombre de circuits int^gr^s a haut niveau 
10 d' integration^ ou circuits LSI {composants electri-* 
ques ) 4 

Lorsqu'on utilise des circuits LSI devaut 
Stre cpnnectes les uns aux autres, on les soumet a un 
contrSle de gualite avant de les incorporer dans une 
15 carte a circuits int^grSs* 

On utilise le^ deux procMes suivants pour 
le cpntr51e de qualite : 

Coinme le mbntre ia f igure 10, dans un pre- 
mier procMe, on CGntrSle des circuits LSI 101 dans uii 
20 etat dans lequel lis sont montes sur des substrats 

respectifs 102, et lis sont eusuite conuect^s ensemble 
en connectant ensemble Xes substrats 102. 

Dans un second precede, des circuits LSI 
sont months sur na substrat (non reprfesente), et ils 
25 sont ensuite contrSlSs dans un dtat dans lequel ils 
sont cannect6s ensemble* 

Cependant^ le premier procM<a est d^^savantageux du 
fait que ieis substrats 102 doivent etre aligii^s avec 

une grande precis ioxi dans la mesure ou ils sont con-- 
30 nectes apres 1 *accoxnplis3ement du oontrdle de quality 
des circuits LSI, et egaiement du fait que la struc- 
ture comport ant deux substrats connect es peut facile- 
ment se rompre Icrsgu'elle est courfoee on Icrsqu'elle 
est e:<posee a un cbangement de temperature abrupt ♦ 
35 P'autre part, iorsqu^on contrSle les cir- 
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cults LSI dans la condition dans lacmelle ilB sent 
conneetes ensemble, les problemes suivants apparais- 
sent : 

Meme si un defaut est dlitectS, il est impos- 
sible de determiner eelui des circuits LSI qui est 
def eetueux* 

En outre, lorsque des circuits LSI sont con- 
nect^s, l*un des cirGuits LSI attaqtie 1* autre. Pour 
effectuer un contrSle daas cet etat^ 11 est necessaire 
de disposer d'^une ligne de signal pour designer un 
mode da test,^ ce qui signifie qu'il est necessaire de 
prevoir un fil supplementaire qui n^est pas utilise 
apres l^achevesnent de la fabrication d'une puce « 

De plus, des programmes sent necessaires 
pour contrSler IVun des circuits LSI au mpyen de i 'au- 
tre, at pour presenter en sortie un rSsultat de con- 
traie. De plus, du fait qtue I'un des circuits LSI CQn- 
trdie 1* autre, le temps necessaire pour effectuer le 
cpntrdie est inSvitablement long. 

Le but de 1^ invention est de procurer un 
substrat prevu pour le montage de composants ^lectri- 
ques qui puisse etre realise sans un alignernent pre- 
cis, et qui penaette de controlex^ ind^pendaniment cba-- ^ 
ciHi des cGMcnpdsants electrigues qui sent months sur la 
substrat » 

Pdlir atteindre ce but* l* invent ion procure 
un substrat destine It supporter des p3?emier et second 
composants Electrigues, avec un intervalle interpose 
entre eux? un prasiier mat^riau conducteur, form^ sur 
le substrat, qui s^Stend du premier cpmposant ^lectri'- 
que vers le second composant electrique? un second 
mat^riau conducteur ^ form^ sur le substrata qui 
s'etend du second composant electrique vers le premier 
composant electrique, et qui comporte une partxe 
d^extr^mite qui est legferement s6paree du premier 
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materiau eonducteur: des premiers moyeas de CGnnexion 
qui epnnectent le premier compos ant elect rique au 
premier materiau conducteur et qui connectent le 
secdn^a composant §iectrique au seoon^i materiau conduc^^ 
5 teur? et des seconds; moyeris de connexion qui connec- 
tent ensemble des parties d*extr$iuit^ des premier et 
second matlsriaux conduct eurs. 

Selon un autre aspect, 1* invention procure 
substrat prevu pour le montage automat igue de com- 

10 posants presentes en bande, ou substrat TAB pour "Tape 
Automated Bonding",, supportant des premier et second 
Gomposants eieetriques^ avec an intervalle intercale 
entre eux, les premier et second coinposants eiectri- 
ques comport ant des <§leetrodes; un premier circuit 

15 form^ par un tnst#riau oonducteur et imprim6 sur le 

substrat TAB, le premier circuit s'^tendant du premier 
composant electrique vers le second qompoisant 61ectri^ 
que? un second circuit form^! par un materiau oonduc- 
teur et imprime sur le substrat TAB, le second circuit 

20 imprlme s*etendant du second composant Electrique vers 
le premier composant Electrique, et ayant une partie 
d'extremite legerement espacea par rapport au premier 
circuit; des premiers moyens de connexion qui coxmec- 
tent le premier composant electrique au premier cir- 

25 cuit, et qui connectent le second composant Electrique 
au second circuit? et des seconds moyens de connexion 
qui connectent ensemble les parties dVextrSmit!^ des 
premier et second circuits imprimis • 

D^autres o$Lracteristiques et avantages de 

30 1* invention aeront mieux compris a la lecture de la 

description qui va suivre de snodes de realisation pr§- 
feres, donnes a titre d*exemples non limitatifs* La 
suite de la description se raf^re aux dessins annexes 
dans lesquels : 

35 La figure 1 est une vue en plan montrant une 
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unite centrale iVC) et un circuit: d*attague de diodes 
^lectrpluminescentes ioxi DEL) montes sur un subs tr at 
imprimd coxiforme au mode de rfeaiisation de l'^ invention? 

La figure 2 est une vue en plan montrant tine 
5 carte ^ circuits intSgr^s dans laquelle le substrafc 
imprim^ est incorpore? 

La figure 3 est une representation ecIatSe 
montrant la structure interne de ia carte «^ circuits 
int^grSs; 

iO La figure 4 est une vue en plan montrant ia 

structure interne d'une carte a circuits integres, 
observ^e par le c6te de sa face avantj 

La figure 5 est une coupe montrant une unit^ 
centrale et un circuit d'attaque de diodes iglectrolu- 
15 minescentes^ qui sont mutuellement connectiSs et sont 
months sur le substrat imprimfer 

La figure 6 est une vue en plan montrant la 
eohnexion entre I* unite centrale et le circuit d*atta- 
que de diodes electroiumiinescentes qui sent repr^sen- 
20 tes sur la figure 5? 

La figure 7 est une vue en plan agrandie 
montrant une jonction de fils? 

La figure 8 est une vue en plan agrandie 
montrant une premiere jonction de fils; 
25 ta figure 9 est une vue en plan agrandie 

montrant une seconde jonction de fils? et 

La f igure 10 est une coupe montrant un die-- 
positif ^ cartes de circuit imprim6 de type classique.. 

On va maintenant expiiquer en detail la car- 
30 te h cireuits integres de 1' invent ion, en se ref^rant 
aux figures 1-9 qui montrent un mode de reaiisatlon de 
celle-'Ci* 

La figure 2 montre la carte h circuits inte- 
gres* Cette carte S circuits intfegr^s est rlsalis^e 
35 coOTde le montre la figure 3« Plus pri§q is lament, sur la 
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figure 2, la r^fexrexice 1 d§signe une plaquette avant 
aui comporte mie piste magnet ique 2, une fenetre de 
visualisation 3, un clavier 4 et des ouvertures 5, & 
travers lesqueiles font saillie des contacts 21 qu'on 
enviaagera cl^-aprds* 

Une information personnelle qu profession- 
nelle est enregistr:6e dans la piste 2* La fenStre de 
visualisation 3 affiche par exeinple un solde, une 
limite de temps ou des donnfees profess ionnelles pas-- 
sees, iorsqxi*on actionne clavier 4, 

Comme le montre la figure 3, une entretoise 
6 est placee sous la plaquette avant 1, et elle com- 
porte une ouverture 7 alignee avec la fenetre de 
visualisation 3, ainsi qu'un ensemble d'ouyertures 8 
dans lesqueiles s 'adapt en t des touches du clavier 4, 
et une ouyerture 9 qui est alignee avec 1' ouverture 5 
de la plaquette avant 1,. 

Des interrupteura membrane 10 sent places 
sous 1' entretoise 6, et ils peuvent itire ouverts et 
ferm^s par le clavier 4 * 

Un substrat de circuit Imprim^ flexible 11 
est place sous les interrupteurs 10, et i I est connec- 
te a un substrat imprime principal (substrat de type 
TAB) 12, ainsi qu'^ une pile 13* Les interrupt eurs ^ 
iftiembrane 10 et un dispositif de visualisation h cris- 
taux liquides 23 sont connectes au substrat imprimS 
principal 12 ♦ Le dispositif de visualisation 23 est 
aiign6 avec la fenetre de visualisation 3 de la pla- 
quette avant 1* 

Une barriere en plastique 14 est plac:<§;e sous 
le substrat de circuit imprime, et elle forme une par- 
tie p^riphSrique exterieure de la carte a circuits 
intsgres* 

Une plaquette arri^re 15 est placee sous la 
barriere en plastique 14 . 
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Comme on ie voit sur ia figure 4 { la figure 
4 montre ie substrat TAB 12 vu par le c6te de la pla-- 
quette arridre), une unlt^ centirale 16 qui constitue 
le prei«ier cdmposant ^lectronicjue d*iine carte k cif- 
5 cuits integr^s ayant diverses fonctions d*horloge, de 
traitement^ etc., et un circuit dVattague 17 du dis- 
positif de visualisation s eristaux liquides 23, 0Qn$- 
tituant le second composant electronique, sont mantes 
sur le substrat 12, par une comiexioa automatisee pour 

10 composants presentes en bande (qu^on appelle cl-apres 
connexion ^*TAB")* 

Le substrat de circuit ixtiprime 11 comport e 
en outre un iriSseau de condensateurs 18^ un oscillateur 
^ quartz ( composant ^ectroniq'oe 19, un condensateur de 

15 type piaquette, 20, des contacts 21 et un element 
antistatique 22 • 

Les contacts 21 font saiilie ^ partir de la 
plaque tte avaiit 1> a travers l^ouverture 9 de I'entre-' 
toise 6 et les ouvertures 5 de la plaquetta 1* Les 

20 contacts 21 sont connectea ^ des bornes internes d'un 
dispositif exterieur (nan represente) , lorsque la ear-- 
te a circuits integres est inseree dans ce dernier, 

Le subs trat imprime principal 12 cons is? te en 
un support de couches 41, se pr^sehtant sous la forme 

25 d*une carte flexible on d*une carte rigide* et il per-- 
te un circuit imprimS 32 corisistant en une couche de 
ctiivre conductrice imprim^e sur le support, comme le 
montre la figure 5» L'unit6 centrale 16 et le circuit 
dVattaque de dispositif de visualisation a cristaux 

30; liquides 17 sont connect^s au circuit 32 par 1* inter- 
mediaire de conducteurs 33 qui sont formes par g:t>avure 
et depot de Sn ou An, et cette connexion est realisee 
par une technique de connexion de conducteurs inte- 
rieurs (ou ILB pour *lnner Lead Bonding**)* 

35 Ccmune le montrent les figures 5 et 6, une 
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couche de cuivre est deposee sur le support: de couches 
41, et elie est ensuite gravee, pour former ainsi d*uii 
seul tenant des premier et second fils de CGnnexion 48 
et 49 et des conducteurs 33. Cfeague paire deis premier 
5 6t second fils de connexion 48 et 49, qui sent mutuel- 
lement align^Sr ont leurs parties d* extremity il^gere-- 
ment s^aretes l^une de 1^ autre. L*unit6 centrale 12 et 
le circuit d'attaque de dispositif de visualisation 4 
cristaux liquide 17 sont connect^s par la connexion 

10 ILB sur le support de couches 41 ayant la structure 

d^crite ei-dessus* Ainsi , des electrodes ( protuberan-- 
ces) 25 et 26 de 1' unite centrale 16 et du circuit 
d'attague de dispositif de visualisation a cristaux 
liguides 17 sont soud:6es par thermocompression & une 

15 teiap^rature de 500*c, aux conducteurs 33, et ellea 
sont ensuite enrobees par un ^l&ment d'enrobage 47 
assurant I*herm6ticit6» Ensuite* i^unite centrale 16 
et le circuit d'attague de dispositif de visualisation 
$ cristaux liguides 17 sont contrdles individuellement. 

20 Si on determine qu'ils fonGtionnent correctement^ on 

fixe l*une k I'autre les parties d'extremite de chaque 
paire des premier et second fils de connexion 48 et 
49^ a l^aide d'une matiere de brasage 44 (seconds 
moyens de connexion). Le support de couches 41 est 

25 ensuite doup6 selon la lighe de eoupure 42^ pour for- 
mer ainsi le sufastrat 12 • 

Comme d^crit ci-dessus, du fait que l*unxt^ 
centrale 16 et le circuit d*attague de dispositif de 
visualisation h cristaux liguides 17 sont soumis h un 

30 contr51e de quality, avant que les fils 48 et 49 ne 

soient connectes ensemble, ces composants peuvent §tre 
GontrSl^s individuellement , et done d^une manie^re 
habituelle^ ce qui facilite considerablement le con- 
trpie* En outre, du fait qu*un ensemble des unites 

35 centrales 16 et des circuits d'attaque de dispositif 
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de visualisation a cristaux liquides 17 sent supportes 
par un seal substrat imprime 12, la structure resui- 
tante a una r&sistarice miScanique suffisante pour ne 
pas etre rompue, mSme lorsqu^elle est courbee cm sou- 
5 mise a un cJiangement de temperature abrupt* 

Bien que les parties d* extremity des fils 48 
et 49 soient fixfees par la matidre de brasage 44 dans 
ce mode de realisation, elles peiivent itre fix^es par 
un adh^sif conducteury une couche conductrice, an fil 

10 de connexion ou un substrat de connecteur* 

En outre, l*invention n^est pas limitee a ce 
mode de realisation^ et 1* unite centraie 16 et le 
circuit d^attaque de dispositlf de visualisation a 
cristaux liquides 17 peuvent comporter des fils 51 et 

15 52 ay ant la forme de faurches, connectes l*un a 

1* autre coimtie le montre la figure 8. Cette structure 
facilite et renforce la connexion des parties d'extrli- 
mite des fils 51 et 32. 

En outre, conrnie le montre la figure 9, une 

20 fente 63 constituant un moyen destine a ernp§cher la 

formation d'une connexion, peut etre formee eatre des 
paires adjacentes des parties d*©xtremite des fils 
conducteurs 61 et 62 de I'unit^ centraie 16 et du cir- 
cuit d'attaque de dispositif de visualisation a cris- 

25 taux liquides 17 • Cette f elite arrSte l*Sqoulement de 
la fitatii&re de brasage 64 qui fixe les fils 61 et 62, 
ce qui emp^che qu'une paire de fils ne soit connect^e 
eiectriquement a une autre paire de fils- La fente est 
un trou traversant que l*on forme en d^qoupant le 

30 substrat. 

II va de soi que de nombreuses modifications 
peuvent §tre apport^es au dispositif et au procede 
dfecrits et repr^sentes, sans sortir du cadre de i" in- 
vention. 
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REyENDICATIQMS 
i. Substrat montage de eoi^posants elec- 
triques, caract^ris6 en ce qu'il coKiprend j un subs-^ 
trat (12) destines h supporter des premier et second 
5 coinposants electriques (16, 17), avec un intervalle 
intercaile entre euxj uii premiej: mat^riau GOiiduot^ur 
(48), fona^s sur le substrat (12], et s*i§tendsnt du 
premier composant eleetrigue (16) vers le second com^ 
posant electrique {17)? un second mati§riau conducteur 

10 (49), form^ sur le substrat (12), s'etendant du second 
composant electrique (17) vers le premier composant 
elect rxcjue (16)^ et ayant une partie d'extremite qui 
est legerement s^parfee du premier mat^rlau conducteiur 
(48) f des premiers moyens de connexion (47) qui con-- 

15 neotent le premier composant electriciue (16) au pre- 
mier materiau conducteur (48), et gui connectent le 
second composant Electrique (17) au second mat^riau 
conduct eur (49); et deis seconds moyens de connexion 
(44) qui connectent ensemble des parties d*extremite 

20 des premier et second matteiaux cGnducteurs (48, 49 )x 
2* Substrat de montage de compos ants eiec-- 
triques selon la revendication 1 , caracterise en ce 
que chacurv des premier et second mat^riaux conducteurs 
{48, 49) comprend un ensemble de fils* 

25 3« Substrat de montage de composants elec- 

triques selon la revendication 2, caract^lris^ en ce 
qu'ii comprend en outre des moyens emplchant une con-* 
nexipn (62), qui emp§chent la connexion mutuelie de 
fils adjacents du premier mat^riau conducteur sous 

30 forme de fils (61), et qui empichent 6galement la 

connexion rnutuelle de fils adjacents du second mate- 
riau conducteur sous forme de fils (62). 

4* Substrat de montage de composants elec- 
triques, selon la revendication 3, caracterise en ce 

35 que les moyens empichant une conneKion eomprennent une 
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fente (63) qui est dlsposee entre les fils de chaq:ue 
paire de fils adjacents des premier et second mate- 
riaux conducteurs sous forme de fils {61, 62), 

5« Substrat de montage de compos ants elec- 
triques selon la revendicatipn 1, caracterise en ce 
que les parties d'extramlte respective^ d^s premier et 
second watSriaux conducteurs {48, 49) eomprennent des 
configurations en forme de fourche qui soiit destinies 
& a'inLterpexietrer* 

6. Substrat de montage de composants 4leG- 
triques selon la revendication 4, caracterise en ce 
que la fente comprend \xn trou traversant (63) qui est 
forme dans le substrat { 12 ) • 

7\ Substrat de montage de compasanta 61ec- 
triques, caracterise en ce quVil comprend : un subs- 
trat pour Xa connexion automatls^e de composants pr^- 
sentes en bande, ou substrat TAB (12)^ qui supporte des 
premier et second composants ^lectriques {16, 17), 
avec un intervaile intercald entre eux, les premier 
et second composants ^lectriques {16, 17) ayant des 
electrodes {25, 26); un premier circuit (4 8) constitue 
par un materiau conducteur et imprime sur le substrat 
TAB (12), le premier circuit (48) s*etendant du pre-- 
mier composant electronigue (16) vers le second compo- 
sant ^iectronlque (17); un second circuit (49) consti- 
tu6 par m mat^riau conducteur et imprim6 sur le 
substrat TAB (12), le second circuit (49) s^^tendaiit 
du second composant Slectr lijue (17) vers le premier 
composant 61ectir±que (16}> et ayant une partie 
d'extremite qui est l^g^rement s^paree du premier cir- 
cult (48); des premiers moyens de connexion (47) qui 
connectent le premier composant electriqus (16) au 
premier circuit (48), et qui connectent le second com- 
posant electrique (17) au second circuit (49) j et des 
seconds moyens de connexion (44) qui connectent mu* 
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tueliement les parties d'extreirjite des premier et 
second circuits imprimes (48^ 49). 

8« Substrat de montage de composants elec- 
trigues selon ia revendication 7, caracterisie en ce 
5 que chacun des premier et second circuits (48^ 49) 
eomipreiid un ensemble de f ils iniprim$is« 

9. Substrat de montage de ooiaposants ^lec-- 
triques seion la revendication 8, caract^ris^ en ce 
quVti comprend en outre des moyens empgc&ant une coa-^ 
10 nexion {63} qui empSchent que des fils adjacents du 

premier circuit (48) ne soient conneetes l*ua a X* au- 
tre, et qui empechent egalement que des fils adjacents 
du second circuit (49) ne soient conrxec t§s l*un k 
1 * autre ♦ 

15 ID. Substrat de montage de compoeants ^lec- 

triques selon la revendication 7, caract^ris^ en ce 
que les premier et second circuits (48, 49) compren- 
nent respect ivement des parties d*extr&ttit^ ayant une 
configuration en fourche et qui sont destinees h s'in- 

20 terp^n6trer. 

11* Substrat de montage de composants elec- 
triques selon la revendication 9, caracterise en ce 
qtie les moyens empgchant une connexion electrique com- 
prennent une fente {63} qui est form§e entre les ftls 

25 de chaque paire de fils adjacents des premier et 
second circuits imprimis (48^ 49) ♦ 

12- Substrat de montage de composants 61ec- 
triques selon la revendicatlGn IG^ caract6ris6 en ce 
que la fente coimprend un trou traversant (63) qui est 

30 forme dans le substrat {12). 
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